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Abstract (en)
Structural component comprises cemented carbide alloy containing carbonized material, mixed carbonized material or carbonitride of tungsten,
titanium, tantalum, vanadium, molybdenum, zirconium, hafnium, niobium and/or chromium, additive(s) and binder (1-20 wt.%) of cobalt, nickel and/or
iron. Additive suppresses crystal growth of vanadium, chromium, titanium, tantalum, niobium or their compounds. An Independent claim is included
for manufacture of structural component.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein pulvermetallurgisch hergestelltes Bauteil aus Hartmetall, das zumindest einen kornwachstumshemmenden Zusatz
der Gruppe V, Cr, Ti, Ta und Nb mit zumindest lokal gradiertem Konzentrationsverlauf aufweist. Dadurch weisen auch die mechanischen
Eigenschaften einen gradierten Verlauf auf. Weiters wird ein Verfahren zur Herstellung eines Bauteils mit einem gradierten Konzentrationsverlauf
des kornwachstumshemmenden Zusatzes angegeben. Dabei wird eine Dispersion oder Lösung, die den kornwachstumshemmenden Zusatz in fein
verteilter oder gelöster Form enthält, oberflächlich auf einen Grünling aufgebracht. Durch Eindringen dieser Dispersion oder Lösung entlang offener
Porenkanäle, wird der kornwachstumshemmende Zusatz gradiert im Grünling verteilt. Des weiteren wird ein Verfahren beschrieben, bei dem der
kornwachstumshemmende Zusatz in Form einer Lösung gleichmäßig im Grünling verteilt wird und anschließend aus randnahen Bereichen durch
eine thermische Behandlung oder ein Lösungsmittel graduell abgebaut wird. <IMAGE>
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